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习题答案

工程一思考与练习

1.Altium Designer Summer 09 主要由哪几局部操作系统组成？

答：Altium Designer Summer 09 主要由以下4大局部组成，①原理图设计

系统〔SCH〕②印刷电路板设计系统〔PCB〕③FPGA系统④VHDL系统,其中前两个 系

统最常用。

2.在 Altium Designer Summer 09软件中，不同编辑器之间是怎

样切换的？

答： 对于未翻开的文件，在“Project”面板中双击不同的文件，这样翻开

不同的文件即可在不同的编辑器之间切换。

对于以翻开的文件，单击“Project”面板中不同的文件或单击工作窗口最 

上面的文件标签即可在不同的编辑器之间切换。

3.电路板设计主要包括哪两个阶段？

答：电路板设计主要包括两个阶段：原理图绘制和 PCB 设计。

4.简述原理图的设计流程。

答：原理图绘制的根本流程如以下图。
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7.简述PCB 设计流程。

答：PCB 的设计的根本流程如以下图。
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8.简述元件布局的根本原则。

答：〔1〕元件放置的层面：单面板元件一律放在顶层；双面板或多层板元

件绝大多数放在顶层，个别元件如有特别需要可以放在底层。

（2）元件的布局应考虑到元件之间的连接特性，先确定特别元件的位置， 

然后依据电路的功能单元，对电路的全部元器件进展布局。

（3）在确定特别元件的位置时要遵守以下原则：

①尽可能缩短高频元器件之间的连线，设法削减它们的分布参数和相互间 

的电磁干扰。易受干扰的元器件不能相互挨得太近，输入和输出元件应尽量远

离。

②某些元器件或导线之间可能有较高的电位差，应加大它们之间的距离， 

以免放电引出意外短路。带高电压的元器件应尽量布置在调试时手不易触及的

地方。

③对于电位器、可调电感线圈、可变电容器、微动开关等可调元件的布局 

应考虑整机的构造要求。假设是机内调整，应放在印制板上便利于调整的地方

； 假设是机外调整，其位置要与调整旋钮在机箱面板上的位置相适应。

④应留出电路板定位孔及固定支架所占用的位置。

（4）依据电路的功能单元对电路的全部元器件进展布局时，要符合以下原

则：

①依据电路的流程安排各个功能电路单元的位置，使布局便于信号流通，

并使信号尽可能保持全都的方向。

②以每个功能电路的核心元件为中心，围绕它来进展布局。元器件应均匀、 

整齐、紧凑地排列在 PCB 上，尽量削减和缩短各元器件之间的引线和连接。

③位于电路板边缘的元器件，离电路板边缘一般不小于 2mm。

（5）电路板上发热较多的元件应考虑加散热片或风扇等散热装置。



（6）留意 IC 座定位槽的放置方向，应保证其方向与 IC 座的方向全都。

（7）尽量做到元件排列、分布合理均匀，布局整齐、美观。

9.简述布线的根本原则。

答：布线的根本原则是：

①输入输出端用的导线应尽量避开相邻平行，最好加线间地线，以免发生 

反响耦合。

②印制导线的最小宽度主要由导线与绝缘基板间的粘附强度和流过它们的 

电流打算。固然，只要允许，还是尽可能用宽线，尤其是电源线和地线，一般 

状况下要比其它导线宽。

③导线的最小间距主要由最坏状况下的线间绝缘电阻和击穿电压打算。

④导线拐弯处一般取圆弧形或 120°左右的夹角，而直角或夹角在高频电路

中会影响电气性能。

⑤尽量避开使用大面积铜箔，否则，长时间受热时，易发生铜箔膨胀和脱 

落现象。必需用大面积铜箔时，最好用栅格状，这样有利于散热，防止产生铜 

箔膨胀和脱落现象。

11.简述单面PCB 的制作流程。

答：单面印制电路板的制作流程如以下图。
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工程二 思考与练习

原理图库元件绘制流程。

答：原理图库元件绘制流程如以下图。

3.简述PCB 封装库创立流程。

答：①启动元器件编辑器②栅格设置③添加焊盘④绘制轮廓

5.集成库的创立主要有几个步骤？

答：集成库的创立主要有以下几个步骤：

①创立集成库包

②增加原理图符号元件

③为元件符号建立模块联接

④编译集成库

7.简述双面板的制作流程。

答：双面印制电路板的制作流程如以下图。其制作过程与单面板类似，只 

是双面板还要除油、黑孔、镀铜。



工程三 思考与练习

1.简洁原理图层次化有什么好处？

答：承受层次化设计可以把简洁的电路设计任务定义成一个模块〔或方块〕，

顶层图纸内放置各模块〔或方块〕，下一层图纸放置各模块〔或方块〕相对应的

子图，子图内还可以放置模块〔或方块〕，模块〔或方块〕的下一层再放置相应

的子图，这样一层套一层，可以定义多层图纸设计。这样做还有一个好处，就

是每张图纸不是很大，可以便利用小规格的打印机来打印图纸。

2.简述自上而下设计层次原理图的方法。

答：自顶向下的设计方法是：先设计顶层层次原理图的框图，并连接各框 

图的电气端口，再依据顶层框图生成各子原理图，再分别生成各子图电路，如 

图所示。

4.如何在印制电路板上覆铜？

答：执行菜单命令Place→Polygon Pour弹出对话框，然后对覆铜的线宽、

网格的形式、所需覆铜的网络、需覆铜的层及移除死铜进展设置，最终对选定

的层进展覆铜。



覆铜对话框

设置覆铜的线宽、网格的形式、所需覆铜的网络、需覆铜的层及移除

死铜
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复习思考题一

1. 什么是外表活性？外表活性物质具有什么样的性质？

2. 什么是外表活性剂？外表活性剂分为几类？润版液中为什么要选用非离子外表活

性剂？

3. 阿拉伯酸的分子构造形为如下，试答复：阿拉伯酸

是外表活性剂吗？说明理由。

4. Gibbs 吸附定理反映了什么？它为什么较准确？

5. 应用Γ C 曲线，试分析溶液外表膜的状态。

6. 用重量百分数法计算外表活性剂月桂醇聚氧乙烯醚 C12H25O〔C2H4O〕 H 的 HLB 值。
10

并依据它的 HLB 值，试说明它的用途。

7. 什么是外表活性剂的临界胶团浓度？它和溶液的外表张力有什么关系？

8. 外表活性剂在液固界面上的吸附机理是什么？单分子层吸附有哪几种方式？

9. 乳状液有几种形式？如何区分？胶印中通常以哪种形式发生乳化？

10. 参与润版液的非离子外表活性剂应符合哪些根本要求？试以 2080 为例说明。

11. 非离子外表活性剂润版液有什么优点？使用非离子外表活性剂润版液，应留意

哪些问题？

12. 非H离子H外表活H性剂H2C080 的分子H构造H 式为：
| | | 3 | | |

H ) o  C  C  o  C  C ( ) o  C  C (  H
33 | | | | 33 | |

试用格里H芬定H律来计H算，说H 明其亲水与H 亲H油的性能如何？

13. 试分析油墨在墨辊上附着的条件？

14. 举例说明如何保护橡皮布和墨辊的润湿性？你认为橡皮布和墨辊的清洗剂应当具

备哪些条件？到生产现场考察清洗剂的使用状况，举出一种分析其优缺点。

复习思考题二

1. 胶印中使用完全拒水的油墨〔即完全不和润湿液混合的油墨〕印刷，行吗？为什

么？

2. 印刷中，乳状液有哪几种类型？形成何种乳化油墨对胶印有利？为什么？

3. 试述胶印水墨平衡的含义。

4. 胶印中使用润湿液的主要目的是什么？

5. 润湿液一般分为几大类？各类润湿液的特点什么？

6. 试分析 H3PO4、NH4H2PO4 在润版版液中的作用。

7. 试分析〔NH4〕2Cr2O7、NH4NO3 在润湿液中的作用。

8. γo 表示油墨的外表张力，γW 表示润湿液的外表张力，当γo＞γW 和γo＜γW 两



种状况下印刷中各会消灭什么现象？

9. 什么是溶液的 pH 值？用什么方法测量？怎样从 pH 值推断某一溶液是酸性？碱

性？还是中性？

10. 润湿液的 pH 值为 5.2，计算润湿液的氢离子浓度。润湿液的〔OH-×10-2M，试计

算润湿液的 pH 值。

11. 润湿液的 pH 值在什么范围内较适宜？pH 值过高，过低的润湿液会给刷带来什么

不良后果？

12. 试说明要保持印版空白局部润湿性的稳定，可以实行哪些措施？

13. 试述油水相斥的原理和条件。

14. 为什么要重视印版空白局部润湿性质的稳定性？

15. 为什么磷酸、铬酐配方必需淘汰？

16. 怎样选用胶印平凹版原液的配方？

17. 什么叫电解质？润湿液中常含哪几种电解质？各起什么作用？

18. 近代平凹版配方中，为什么不直接用磷酸，而用磷酸的 H2PO4—或 HPO42-？

19. 什么叫缓冲作用？表达缓冲剂的缓冲效应的机理。

20. 什么叫同离子效应？怎样使润湿液发挥同离子效应？

21. 什么叫氧化剂？为什么平凹版配方中应含氧化剂？

22. 在润湿液中常用哪些氧化剂？

23. 什么叫感胶作用？润湿液中常承受哪些感胶离子？

24. 为什么在有的配方中，已不能从 pH 值测知润湿液中的原液浓度？可用什么方法来

测量？

25. 为什么要把握润湿液的浓度？怎样把握润湿液的浓度？在什么状况不要增减润湿

液的浓度？

26. 为什么“糊版”不愿定是润湿液的酸性太弱？

27. 为什么“花版”不愿定是润湿液的酸性太强？

28. 在配比和稀释润湿液时，应留意些什么？

29. 为什么预涂版的润湿液配方与用于平凹版的不同？

30. 预涂版润湿液配方可有哪些改进？

31. 为什么胶印工艺中缺少不了亲水胶体？

32. 用于胶印的亲水胶体，应具备哪些特性？

33. 表达常用的亲水体的性质和使用方法。

34. 何为铺展系数？从铺展系数看，选择什么样外表张力的润湿液润湿印版效果较

好？

35. 用杨氏方程分析润湿液润湿印版空白局部的条件。为什么杨氏方程只能在θ ≥0 时
应用？

36. 润湿方程来源于 young 氏方程，而比 young 氏方程应用广泛，为什么？

37. 写出液体在固体外表沾湿、浸湿、铺展的热力学条件。试各举一印刷中的实例说

明。

38. 什么是粘附功？什么是内聚功？试推导粘附张力 γA 和外表张力 γLG 的关系式，此
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